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(57) Abstract: The invention relates to a method and a device (10) for the heat treatment of workpieces (19) or components, es-
pecially for producing a soldered connection between a solder material and at least one component or workpiece used as a solder
material carrier by melting the solder material arranged on the solder material carrier. According to the invention, the heating and
o subsequent cooling of at least one component is carried out in a process chamber (13, 14) sealed from the outer surroundings. The
component (19) is heated and cooled in two regions (13, 14) of the process chamber (12), which can be separated from each other

by a condensation device (15).
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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung (10) zur Temperaturbehandlung
von Werkstiicken (19) oder Bauteilen, insbesondere zur Herstellung einer Lotverbindung zwischen einem Lotmaterial und zumin-
dest einem als Lotmaterialtriger dienenden Bauteil oder Werkstiick durch Aufschmelzen des auf dem Lotmaterialtriger angeordneten
Lotmaterials, bei dem eine Beheizung und in einem nachfolgenden Verfahrensschritt ein Abkiihlen zumindest eines Bauteils in einer
von der Umgebung abgeschlossenen Prozesskammer (13, 14) erfolgt, wobei die Beheizung und das Abkiihlen des Bauteils (19) in
zwei durch eine Kondensationseinrichtung (15) voneinander trennbaren Kammerbereichen (13, 14) der Prozesskammer (12) erfol-
gen.



